L’electronique de puissance

Enjeu majeur des filieres
Automobile et Electronique
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Introduction

> Le Programme Electronique de Puissance est lancé par les deux filieres Automobile et Electronique

» Cette semaine de I'Electronique de Puissance a déja vu les présentations de projets par 4 sociétes

» De nombreuses initiatives complémentaires peuvent étre proposees

N g

Objet de ce webinar : présenter certaines de ces initiatives
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Directeur des programmes & directeur adjoint du CEA-Leti
Vice-Président Technique, Innovation, Q

Introduction

> Toutes les propositions seront évaluées par un Groupe d’Experts des deux filieres, dans le respect
des regles éthiques (confidentialité, concurrence ...)

» Les suites données seront fonction de la contribution des propositions aux objectifs d’'amélioration de
performance

> Il y a une forte mobilisation, donc Aucune Donnée Confidentielle ne soit étre présentée lors de ce

webinar ‘

Ce programme est pluriannuel = de nouvelles propositions peuvent venir !
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» Regles a respecter durant le webinar

>
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Regles du webinar

> Toutes les caméras des participants doivent étre coupées

» Les micros des participants doivent étre coupés, sauf pour l'intervenant

» 5 minutes par présentation / les contacts seront a prendre suite au webinar si intérét

RAPPEL : AUCUNE DONNEE CONFIDENTIELLE PENDANT LE WEBINAR
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Conception / simulation de convertisseur de
puissance pour I'automobile ;

Description / périmeétre technique : .

- Fournir un logiciel de conception de convertisseur de puissance pertinent aux regards :
des besoins spécifique de la filiere automobile (OBC, drive) :

- Conception au niveau systeme : recherche du meilleur trade-off rendement, masse, ]
volume et cot

- Développement et commercialisation du logiciel PowerForge

Produits / technologies / solutions :

- Logiciel de prédimensionnement permettant de faire les choix technologiques en amont

Illfflll

POWERFORGE

by Power Design Technologies

Efficiency [%]
[z4] Aousnbayy Buiyoyms

1.000e+3

Power density [W/dm?]

du projet : , : : : . . . Contact : nicolas.videau@powerdesign.tech
- Balayage d’un large éventail de solutions techniques (topologie, semiconducteurs, filtre,
refroidissement, commande) Partenaires rechercheés :
- DC/AC (drive, PFC), DC/DC (non-isolé, isolé) - Constructeur / Equipmentier : réalisation d’'un
Principales difficultés / challenges : POC pour un OBC.
- Développement de brique logiciel absente dans PowerForge : DC/DC isolé (DAB, LLC) - Fabricants de Composants : partage de base de
- Agrémenter les bases de donnée de composants certifiés automobile (AEC) donnée.
- Approfondir la connaissance des contraintes / besoins de la fillere.
Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL) Démarrage projet : 09/2020
- Proof of concept pour un On Board Charger (OBC) Durée projet : 12-18 mois
- Briques logicielles présentent dans notre produit commercial, PowerForge Budget projet : tbd en fonction du périmétre
N STANDARDISATION :
COMPACITE : Réduction RENDEMENT : COUT : Amélioration de REFROIDISSEMENT : Favoriser I’émergence et
de 40% (a considérer: le Amélioration de x% (a 20% (Attention: niveau Limiter / se passer de I'utilisation de standards g?ﬂif:?;ﬁ?:ﬁ:ﬂf:;i
facteur de forme) discuter avec les experts) systéme a considérer) refroidissement liquide (y compris hors
automobile)
Réduction time-to- Convection
PowerForge - _50% +1 a 7% (en fonction market et prise en naturelle/forcée, Workflow de Editeur de logiciel
automotive 0 du type de conversion) compte du cout dés le liquide comparé dans conception unifié francais
début du projet le logiciel
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Onduleur hyper-compact « Best Cost-to-kW »

Description / périmetre technique :

- Reéalisation et Design For Manufacturing d’onduleurs hyper-compacts pour EV/HEV
tirant le maximum de la performance des technologies WBG

- Approche DFM thermique et mécatronique => plateforme std, fab compétitive / France. ) _ _ _

- BoM <20% vs. solution classique => recyclage plus simple. - Intégrateur de chaines de traction => Actia

Produits / technologies / solutions : - qu_upementler-: acces aux fournlsseu-rst acces au

- Onduleurs 400-850V, 80kW dans 1,5 litres & 400kW dans 2,5 litres meilleures solutions existantes, industrialisation

- Modules de puissance 1) trés peu inductifs (<3nH/GaN-<7nH/SiC), parfaite pour WBG
2) refroidis sur deux faces => Densité de puissance maximale
3) moindre parallélisation de puces => 4X plus compacts

- Briques « standard » : double side cooled et boitier

- Pilotage de phases entrelacées, bobinages dédoublés des moteurs (ou six phases)

Partenaires recherchés :
- Fondeur de puces WBG souverain (Fr & EU) => ST
- Motoriste => Actia

Partenariats existants / Laboratoires

- Thermique & fluidique : Ilcam Toulouse

- Applications électroniques : IRT St Exupéry
- Procedé : CeaTech Occitanie / Leti

Principales difficultés / challenges : Contact : jacques.favre@apsi3d.com

- Confirmation robustesse et fiabilité : tests « lifetime cycle ».

- Acces aux meilleurs fournisseurs, industrialisation des ruptures technologiques . Démarrage projet : 01 10 2020

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL) Durée projet : 24 mois

- Prototype concept produit/ TRL 4 02/21 Budget projet : 6M€ incluant R&D, CAPEX

- Prototype embarqué dans véhicule / TRL 6 09/21 prototypage + test et validation d’'une chaine de
- Test confirmeés + Concept de production/ TRL 7 09/22 traction + design for manufacturing

STANDARDISATION :

COMPACITE : RENDEMENT : CcoUT : Amélioration REFROIDISSEMENT : COMPETITIVITE

Réduction de 40% (a Amélioration de x% de 20% (Attention: Limiter / se passer de

Favoriser I'’émergence FILIERE

Thémes et l'utilisation de

considérer: le facteur (a discuter avec les niveau systéme a refroidissement : et Localisation
de forme) experts) considérer) liquide St::g:;istéag%?::; = Nationale
5 5 Briques . . .
. 1,5 L a 80 kW-400V +2 a +4% par -20% @ 80 kW . . - Puces francaises ou Intégrable au projet
Ondg(l)er:l.lrséay;per 2L a 200kW-450V rapport aux technos -20% @ 200kwW P055|blei(\JALIquu 61 5 ad: i;abrlls:.rcli(;?,_r européennes, modules «One box » de
P 2,5L a 400kW-850V habituelles -40% @ 400kW ’ P : ! et onduleurs en France Renault
SiC ou GaN

PIUMIIVAU | L TUNTVMUVLIVET ST VT - L-lllldl ©
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Groupe moto-propulseur a haute densité de puissance

Description / périmetre technique :

- Développement et industrialisation d’'un groupe moto-propulseur électrique issu des

travaux d’'un programme de recherche H2020, comprenant un onduleur polyphasé Partenaires recherchés :
intégré au plus proche du moteur avec une technologie de composants
semiconducteurs a grand gap et tous les éléments intégrés dans un volume de 60L
(départ : TRL4)

- Optimisation colt/volume/masse/densité de puissance grace a des innovations sur la
machine électrique, 'onduleur et I'intégration

Constructeur / équipementier automobile
Laboratoire électronique de puissance, matériaux
Fabricant de composants

Fabricant de modules de puissance
Thermomécanique industrielle

Produits / technologies / solutions :

- Produit : groupe motopropulseur

- Technologies : machines électriques, aimants permanents, onduleurs, composants Contact : thierry.boudet@cea.fr
WBG, composants passifs, packaging, gestion thermique

Principaux challenges :

Densité de puissance, gestion de la thermique, EMC, fiabiliteé, colt
Démarrage projet : 09/2020
Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL) Durée projet : 36 mois
- Faisabilité concept produit : TRL 4 Budget projet : 12M€ incluant R&D, CAPEX
- Prototype embarqué dans véhicule : TRL 6 prototypage + moyens de test et validation
- Concept de production : TRL 7
COMPACITE : RENDEMENT : coO0T : Amélioration REFROIDISSEMENT : STANDARDISATION : Favoriser COMPETITIVITE
Thémes Réduction de 40% (a Amélioration de x% de 20% (Attention: Limiter / se passer de I’émergence et I'utilisation de FILIERE Autres
considérer: le facteur (a discuter avec les niveau systéme a refroidissement standards (y compris hors et Localisation
de forme) experts) considérer) liquide automobile) Nationale
P pdensité de Objectif > 1.7 kW/L Rendement >90% linté raption mutualisé bour tous produit, standardisation de électrique, onduleur et
. 9 P I’électronique de puissance intégration francgaise
puissance les organes
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Gear up for the future

Onduleur Intégré pour rétrofit de
véhicules thermiques en électriques

Description / périmétre technique :

- Adaptation et industrialisation d’'un onduleur de grande série, pour le rétrofit de véhicules
thermiques en électriques (VP + VUL, bus et camions).

- Fabrication a co(t compétitif en France : architecture modulaire et Industrie 4.0.

Partenaires recherches :
- Acteur du retrofit
- Laboratoire ou Centre R&D pour la déclinaison
des différentes versions
Produits / technologies / solutions : - Constructeur / Equipementier (automobile ou
- Intégration de fonctions pour réduction de cot systéme : PL/Bus ...)
- Intégré sur la machine électrique, économie de la connectiqgue moteur
- Cceur de puissance prédéfini pour s’adapter aux petite et moyenne séries
- Adaptable aux batteries 400V / 800V et puissances 50 a 200kwW - Contact:
- Logiciel et Concept Safety modulaires jusqu’a Autosar, FOTA... et Asil C. Olivier.Metzelard @punchpowertrain.com
- Pour le rétrofit des VP/VUL et rétrofit ou équipement a neuf des bus, camions, ...

Principales difficultés / challenges :
- Compacité du cceur de puissance pour intégration aisée dans les différents véhicules.

- Maitrise de la CEM et de la thermique sur 'ensemble de la gamme de puissances. Démarrage projet : 09/2020
Duree projet : 18 mois
Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL) Budget projet : 4,0 M€ au total
- Prototyp_e embarqué dans veéhicule + concept de produ_ction /'_I'RL 7 - fin 2020 2,6 M€ incluant R&D, prototypage + test et validation
- Production 1°* version / TRL 9 - mi 2021, autres versions (SiC, ...) = début 2022 1.4 M€ pour movens de production
STANDARDISATION :
: REFROIDISSEMENT : : 5 COMPETITIVITE
Theé COMPACITE : ARE,'T.D EN::I.ENT d coUT : Amélioration Limiter / se passer de Favc;rllls?.'l.l el;?erg:nce FILIERE
S Réduction de 50% m:o'/:r; GIE”/: - de 25% refroidissement stae nd au ; cll sls(ay I:c:‘m: ris et Localisation
liquide hors automobile) Nationale
Création d’un éco- Prendre la place de
Economie circulaire SiC : autonomie -25% par rapport - Autosar, FOTA, Asil systeme "rétrofit et leader Européen sur
Production en France zjeﬁl,gfaioézﬁ?;:t supplémentaire a aux FNRs petite et Rlea fr[;)(l)ilasee?aetg;risgr C en fonction des petite/moyenne séries"  ce marché en création.
Transport décarboné q iso-batterie moyenne séries besoins marché. Etude et production 1¢res Jivraisons de
en France série en 2021.
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Passifs Silicium haute tension et puissance

INTEGRATED PASSIVE SOLUTIONS

Description / périmetre technique :

- Développement et industrialisation de composants passifs de puissance innovants en

Silicium, pour I'intégration dans des modules pour véhicule hybride ou électrique. Partenaires recherchés :
- Fabrication a un colt compétitif en France. - Fabricant de semiconducteur de puissance GaN

ou SiC

Produits / technologies / solutions : - Concepteur de module utilisant ces types de
- Condensateurs haute tension en Silicium (100V a 2000V) composant de puissance
- Compatibilité avec des températures jusqu’a 300°C, tres haute fiabilité - Constructeur / Equipementier (automobile ou
- Assemblage des passifs compatibles avec toutes les technologies avancées de autre ...) pour définir I'architecture des modules

packaging semiconducteur - Laboratoire de conception
Principales difficultés / challenges : Contacts :
- Augmentation de la tension au-dela de 600V laurent.dubos@murata.com
- Assemb|ages de puissance franck.murray@murata.com
Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL) Démarrage projet : 10/2020
« Livrables technologiques : Technologies 100V prod, 1200V TRL6, 2000V et + TRL2 Durée projet : 36 a 60 mois
» Livrables produits : composants co-designés avec utilisateurs finaux Budget projet : tbd dépendant du périmetre

: COI_VIPACITE P I}I?NDE_MENT : colT: Améliora_tion I_!EI_’ROIDISSEMENT : ;Eﬁ?iggrl?;;‘g:;g:c:e COMPETITIVITE
Thémes Redtfct,lon de 40% (a Ap1e_llorat|on de x% de_20% (Attgntlo‘n: Limiter / se passer de et I'utilisation de FILII_ERE_
co::n5|ddeer$.|:;:r rI:ef)acteur (€] dls::;z:- :s\;ec les nlvsgrt:s?zztzp;e a refrolli((l;:isdeement standards (y ¢ 0|_11pris et Iligi?;::lzon
hors automobile)
R L s Somposs e, compatile avec SO E o rare
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Interconnexion Courants Forts Eosazmni] —

35 & 210um
Description / périmetre technique :
- Interconnexion, pilotage et mesure sur des courants de 50A a 300A Partenaires recherchés
- Développement et industrialisation de circuit imprimé intégrant des busbars de cuivre - Constructeur / Equipementier (automobile ou
en tole de cuivre de 0,5mm a 2mm superposeés. autre ...)
- Fabrication a un codt compétitif en France grace a la robotisation des postes de - Laboratoire fiabilité et gestion thermique
préparation de stratification, avec considération des contraintes de recyclage. - Fournisseur énergie / bornes charge

Produits / technologies / solutions :

- Busbar d’alimentation power module avec support condensateur

- Transformateur planar de puissance

Principales difficultés / challenges : Contact: olivier.belnoue@gepch.com

- Définition des régles de conception pour le montage des busbars dans la structure
PCB multi couche et fluage de la résine dans les cavités.

- Gestion de la thermique, gestion de I'inductance , isolation électrique partie puissance,
EMC, fiabilité (CTE différentiel).

- Partenaire en robotisation

- Outillage de stratification, automatisation. Démarrage projet : 09/2020

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL) Durée projet : 24 mois

- Faisabilite concept produit/ TRL4 Budget projet : 0,8M€ incluant R&D, CAPEX
- Prototype dans le bon volume et fonctionnel / TRL 6 prototypage + moyens de test et validation

- Concept de production/ TRL 7 + 2,5M€ pour moyens de production

STANDARDISATION :
Favoriser I'émergence
et l'utilisation de
standards (y compris
hors automobile)

COMPACITE : RENDEMENT : coO0T : Amélioration REFROIDISSEMENT :
Réduction de 40% (a Amélioration de x% de 20% (Attention: Limiter / se passer de

COMPETITIVITE
FILIERE

et Localisation
Nationale

UL considérer: le facteur (a discuter avec les niveau systéme a refroidissement

de forme) experts) considérer) liquide

Contribution Sl Pl

PCB Busbar . B e . connectique Optimisation avec
Faible épaisseur quantifiée (si . N .
« embedded » . puissance / systeme existant
possible)
commande

e Propriété PFA- reproduction interdite
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Convertisseur DC-DC sans PWM

Description / périmétre technique :

- Développement d’'un hacheur sans PWM, pour véhicule hybride ou électrique.

- Fabrication a un co(t compétitif en France grace a des ruptures technologiques et une
adaptation de I'outil industriel, avec considération des contraintes de recyclage.

Produits / technologies / solutions :

- Transistor de puissance / commutations / mise en série des modules sans PWM.

- PWM = commutations forcées = puissance perdue proportionnelle au nombre de
commutations.

Principales difficultés / challenges :
- Difficulté : niveau de décharge non uniforme des différents modules.
- Challenge : hacheur a rendement =1 (ans dégagement de chaleur).

Principaux livrables & niveau de maturité visé

- Validation théorique (simulation) et expérimentale.

- Développement d’'une commande intelligente, tenant compte de la tension de sortie
souhaitée et du niveau de décharge des différents modules.

coUT : Amélioration
de 20% (Attention:
niveau systéme a
considérer)

COMPACITE :
Réduction de 40% (a

RENDEMENT :
Amélioration de x%
(a discuter avec les

experts)

REFROIDISSEMENT :
Limiter / se passer de
refroidissement
liquide

Themes considérer: le facteur

de forme)

UVSQBIISTY

z Institut des Sciences et Techniques des Yvelines
i CAMPUS DE MANTES EN YVELINES

bRt  CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN- YVELINES

Partenaires recherchés :
- Constructeur / Equipementier automobile

- Fournisseur énergie / bornes charge

Contact : kamal.meghriche@uvsq.fr

Demarrage projet : 11/2020

Duree projet : 18 mois

Budget projet : 100 k€ incluant R&D, prototype,
moyens de test et validation

STANDARDISATION :
Favoriser I'émergence
et l'utilisation de
standards (y compris
hors automobile)

COMPETITIVITE
FILIERE

et Localisation
Nationale

Favorise la

Conversion DC-DC corr]paate [pRE GE Ameélioration de Me|IIeur‘ o Se passer du
dégagement de oL & 10 performance a colt refroidissement
sans PWM ) . 10% a 15% . . NS
chaleur; moins de identique liquide

stress par transistor

O e

Pas pollution
harmoniques HF
(courant lisse)

Standardisation
possible

Moins de pertes; plus
de rendement

rF S
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Composant a haute densité de puissance et haut
rendement

CCefem

POWER
Description / périmetre technique :
- Développement et industrialisation des composants passifs a hautes densités de Partenaires recherchés :
puissance et hauts rendements intégrés dans les chargeurs embarqués - Bureaux d’études électronique de puissance
- Fabrication & un colt compétitif en France grace a des ruptures technologiques et une (Concepteur de chargeurs embarqués)
adaptation de I'outil industriel, avec considération des contraintes de recyclage. - Circuits imprimés

Produits / technologies / solutions :
Composants moulés ou non refroidis par dissipateur, integrés dans un circuit imprime - Contact - hugues.reymond@cefem-qroup.com
Composants fonctionnant a plusieurs centaines de kHz, xxkVA, 12 a 1000 V
Snubber jusqu’a 150kHz : objectifs 2 Leq < 10nH Req < 5mQ - 150 kHz
DC-link : objectifs - Leq < 10nH — 48 a 1000V

Principales difficultés / challenges :
- Densité de puissance, gestion de la thermique, fiabilité, recyclabilité
- Technologies de production, automatisation

Démarrage projet : septembre 2020

Durée projet : 30 mois

Budget projet : en construction incluant R&D,
CAPEX prototypage + moyens de test et validation
+ en construction pour moyens de production

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)
- Faisabilité concept produit/ TRL 4
- Prototype embarqué dans véhicule & connecté au réseau/ TRL 6

STANDARDISATION :
Favoriser I’émergence
et l'utilisation de
standards (y compris
hors automobile)

COMPETITIVITE
FILIERE

et Localisation
Nationale

COMPACITE : RENDEMENT : coO0T : Amélioration REFROIDISSEMENT :
Réduction de x% (a Amélioration de x% de 20% (Attention: Limiter / se passer de

considérer: le facteur (a discuter avec les niveau systéme a refroidissement
de forme) experts) considérer) liquide

Refroidissement par

Composants passifs Objectif 99,x% sur

. -30 % sur | Prix revient air forcé > m ité et Partenaires clés basés Briques
pour la conversion 0 %o BT | chaque composant de evie - Co pacite € que
d'énergie volume passif competitif refroidissement refroidissement en France technologiques
simplifié

-
CoTmmTI o mmmmm e rF S
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Conception optimale de convertisseurs
Intégreés et fiables

Description / périmetre technique :
Méthodologie de conception et de fabrication de convertisseurs full PCB embeded pour :
- Réduire I'impact CEM conduite et rayonnée, des convertisseurs via des technologies

assemblages et de reprises de contacts innovants. _ )
- Gérer les contraintes thermique en régime transitoire, comme établi pour les convertisseur Partenaires recherches :
Haute Densité d’Intégration. - Fabricant PCB
- Reéduire les colts de fabrication en développant des outils numériques pour I'optimisation de - Equipementiers électronique
la conception de modules de puissance intégrés a base de composants WBG (GaN et SiC) - Procédeés d’integration avancée
Produits / technologies / solutions : - Intégrateur plastronique
- Technologies d’assemblage innovantes - Laboratoires :
- Gestion des contraintes d’usage (refroidisseurs et écran CEM intégrés,...) et preuve de leurs - Mécanique et microstructure
effets sur des tests de fiabilité (cycle actif), d’'endurance et d’agression CEM en chambre - Thermique
anéchoique. - Micro-Electronique
- Base de données étendue (lois de comportement de matériaux, modéles réduits,...) - Contact : mounira.berkani@satie.ens-cachan.fr

- Outils numériques innovants (utilisation des méthodes IA)

Principales difficultés / challenges :
- Caractéristiques des matériaux souvent incompléte (probléme de couplage) i _ Smie s
- Haute densité des convertisseurs rendant leur instrumentation complexe Demarrage projet : 4°me trimestre 2020

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL) gu(rjee ![orOJe_t t .42m0|s truction incluant
- Caractérisation des matériaux (TRL 2-3) uaget projet . En construction inciuan

- Démonstrateur de faisabilité et impact sur les contraintes (TRL 3 & 5 selon les partenaires) prototypage + moyens de test et validation

STANDARDISATION :
Favoriser I'émergence
et l'utilisation de
standards (y compris
hors automobile)

COMPACITE : RENDEMENT : coO0T : Amélioration REFROIDISSEMENT :
Réduction de 40% (a Amélioration de x% de 20% (Attention: Limiter / se passer de

COMPETITIVITE
FILIERE

et Localisation
Nationale

UL considérer: le facteur (a discuter avec les niveau systéme a refroidissement

de forme) experts) considérer) liquide

Conc_eptlon Forte densification, Réduction du colt techr]o!ogles de
optimale p . L refroidissement
, Réduction de en optimisant le )
d’assemblages . . innovantes et
volume choix technologique

intégrés et fiables
1/

compactes
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La résonance bidir a

Brique DCDC bidir a plus d’1MHz (pour OBC isolé)

Description / périmetre technique :

- Développement et industrialisation d’'un convertisseur DCDC isolé bidirectionnel a
large plage de tension a résonance entrelacée avec une fréguence de résonance
supeérieure a 1MHz, pour vehicule hybride ou électrique.

- Fabrication a un colt compétitif en France grace a une technologie « FULL SMD ».

Produits / technologies / solutions :

- Topologies bidirectionnelles a résonance poussées dans leurs derniers
retranchements (association de la résonance, de I'entrelacement et des grands gap)

- Micro/ miniaturisation des transformateurs (objectif transformateur a 7kW sur PCB,
spires routées sur le PCB principal)

Principales difficultés / challenges :

- Approche mathématique complexe en haute fréquence + entrelacement

- Phénomenes non/peu explorés dus aux hautes fréequences de switching et résonance

- Design transformateur SMD ou routé positionné « avec un robot » sur PCB

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)

- Faisabilité concept produit / TRL 4 (pour Axid)

- Prototype embarqué dans véhicule & connecté au réseau / TRL 6 (porteur de projet)

- Concept de production/ TRL 7 (porteur de projet)

coO0T : Amélioration
de 20% (Attention:
niveau systéme a
considérer)

COMPACITE :
Réduction de 40% (a

RENDEMENT :
Amélioration de x%
(a discuter avec les

experts)

REFROIDISSEMENT :
Limiter / se passer de
refroidissement
liquide

Thémes

considérer: le facteur
de forme)

amd

POWERELECDESIGNS

Partenaires recherches :

- Porteur de projet (Axid est compétent mais
trop petitpour étre porteur de projet,
positionnement souhaitée en sous-traitance /
partenaire)

- Porteur de projet type Constructeur /
Equipementier (automobile ou autre ...)

- Contact : roland.dauthier@axid-system.com

Demarrage projet : 12/2020

Durée projet : 24 mois

Budget projet : 1.5 M€ incluant R&D Axid
uniquement, CAPEX prototypage + moyens de test et
validation

STANDARDISATION :
Favoriser I'émergence
et l'utilisation de
standards (y compris

COMPETITIVITE
FILIERE

et Localisation
Nationale

> 97% Full SMD =
automatisation =
Fab en France

possible

Transformateur sur
PCB + SMD+
fréquences élevées
a résonance = plus
compact, ce n'est
pas possible

SMD top cooling =
réduction Rth =
refroidissement

optimum

plus d'1MHz

hors automobile)

non Avance technologique, L avance
les difficultés et leurs
solutions (brevetable?)
doivent étre
provoguées

rapidement.

(2 ans avant les
publication

ces sujets

technologique d Axid

ameéricaines de TI) sur


mailto:roland.dauthier@axid-system.com

Intégration mécatronique de modules de puissance flexible « Haute Tension » EFil

E N
[V
AUTOMOTIVE RO

< = o
m O m

EFI AUTOMOTIVE est équipementier automobile — 1700 p - 250 M€ ( FR GER TUR CHI USA MEX) Ceatech

Développe et produit des CAPTEURS ELECTRONIQUES ET MODULES MECATRONIQUES EMBARQUES

Grande série automobile - Environnement sévere — 1SO26262 ‘CENTUW
> DENEO

Description / périmétre technique : Intégration autour du cheminement du courant fort et du Busbars

» Intégration des modules et composants passifs de filtrage de puissance (capacités ou inductances)

» Intégration Capteurs Courant, tension, Température dans les Busbars

+ Utilisation de topologies de Bus Bars optimisés : techno PCB, insertion, impression 3D, plastronique et fonctionnalités
(refroidissement, intégration de composants passifs, capteurs, contréle)

» Intégration de fonctions de supportage/fixation mécanique

» Développement et industrialisation de modules mécatroniques flexibles intégrant des composants passifs et capteurs

» Standardisation de I'approche et des technologies d’intégration « multi-bras »

Smart bus bar

Produits / technologies / solutions : Partenaires recherches
+ Smart Bus Bar intégrant de nouvelles fonctions Constructeurs
« Optimisation et Intégration des filtrages CEM Equipementiers Automobiles
* Intégration de Smart Power Module
+ Etat de santé intégré Applications
Inverters
Principaux challenges : On Board Charging 418
» Réduction de volume et masse de 30% _

» Reéduction des assemblages et de l'intégration par I'impression 3D métal, la plastronique ou les PCB a insertion
» Sureté de fonctionnement et isolation haute tension Démarrage projet : 09/2020
» Ligne automatisé et « On Line Differentiation » pour production en France Durée projet : 36 rﬁois

Budget projet : 5 M€ dont 1 M€ de CAPEX

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)
- Faisabilité concept produit / TRL 4
- Prototypes A et B embarquables : TRL 6

THEMES COMPACITE RENDEMENT couT REFROIDISSEMENT STANDARDISATION CO'VI':'IDLEIE'FII'EV e

Systéme de refroidissement innovant Standardisation du module Localisation en France
EFIPOWER Réduction 30% Contribution a quantifier 15 % intégré dans le Busbar avec différenciation Production automatisée
Impression 3D topologies avec le Busbar On Line differentiation

Propriété PFA- reproduction interdite - ltial C
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Développement et Industrialisation de plaques
froides FSW

Description / périmetre technique :

- Développement et industrialisation d’'une plaque froide, pour véhicule hybride ou
électrique.

- Fabrication a un colt compétitif en France grace a des ruptures technologiques
(Fonderie, FSW et ALM) et une adaptation de I'outil industriel, avec considération des
contraintes de recyclage.

temisth

Produits / technologies / solutions : Partenaires recherches :

- Plaque froide FSW - Constructeur / Equipementier (automobile ou

- Plaque froide ALM autre ...)

- Plaque froide FSW-ALM - Laboratoire Mécatronique

Principales difficultés / challenges : - Contact : damien.serret@temisth.com

- Personnalisation du management thermique au refroidissement des fortes puissances

dissipées Démarrage projet : 01/2021

- Intégration technologique & faible impact industriel Duree projet : 24 mois

- Densité de puissance évacuée élevée Budget projet : 1,6 M€ incluant R&D, CAPEX
prototypage + moyens de test et validation
+ 3 M€ pour moyens de production

STANDARDISATION :
Favoriser I'émergence
et l'utilisation de
standards (y compris
hors automobile)

COMPETITIVITE
FILIERE

et Localisation
Nationale

COMPACITE : RENDEMENT : coO0T : Amélioration REFROIDISSEMENT :
Réduction de 40% (a Amélioration de x% de 20% (Attention: Limiter / se passer de
considérer: le facteur (a discuter avec les niveau systéme a refroidissement

de forme) experts) considérer) liquide

Thémes

Augmentation de la
puissance Diminution du Utilisation d‘un

Intégration poussée ; - . Développement Gain sur la fiabilité de
Management . électrique P volume par technologie issue . . s . .
- de la fonction . R A définir iy - . industriel en région production (faible taux
thermique . volumique (a intégration de du domaine
thermique . - p . PACA de rebut)
quantifier selon les fonction stockage aéronautique

cas)


mailto:damien.serret@temisth.com

Diamond for lighter converters

Description / périmetre technique :

- Limites du Silicium pour les applications haute puissance et/ou en conditions extrémes
=» diamant est le semi-conducteur ultime

- Solution a base de diamant synthétique semi-conducteur pour I'électronique de
puissance et les applications électroniques en conditions extrémes: tenue en tension
30x > Si, fonctionnement a haute température >200°C...

Produits / technologies / solutions :

- DiamFab propose du diamant épitaxié de qualité électronique et des procédés pour
fabriquer les composants actifs (diodes et transistors) et passifs (condensateurs) des
convertisseurs. Réduction poids et volume jusqu’a 80% par rapport au convertisseur Si

Principales difficultés / challenges :

- Maturité de la technologie et sourcing wafers. Démonstrateurs en TRL3 des
composants ==> besoin maintenant de petites séries

- Packaging (tenue en température) pour tirer la quintescence des composants diamant
(fonctionnement possible & HTemp donc réduction drastique du systeme de
refroidissement possible: besoin de packaging HTemp)

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)

- Mise a disposition de wafer en diamant prét pour la fabrication de composants en

diamant TRL4

- Co-développement de composants élémentaires en diamant (diodes, transistors,

capa) : matériau et procédés DiamFab

COMPACITE :
Réduction de 40% (a

RENDEMENT :
Amélioration de x%
(a discuter avec les

experts)

coUT : Amélioration de 20%
(Attention: niveau systéme a
considérer)

Themes considérer: le facteur

de forme)

df/?\m

fab

Q\Vj N

Partenaires rechercheés :

- Constructeur / Equipementier automobile (end
users)

- Fabricants de composants (co-dév bare die
devices)

- Laboratoire (packaging composants, intégration)

O\ EEETN S Poids -40%

= Ul SIC

Convert.

Poids -60% -
' Convert
full

diamond

I Poids -80% *

Contact : gauthier.chicot@diamfab.eu

REFROIDISSEMENT :
Limiter / se passer
de refroidissement

liquide

Démarrage projet : 09/2020

Durée projet : thd

Budget projet : tbd en function du périmétre et/ou
partenaires

STANDARDISATION : Favoriser
I’émergence et I'utilisation de
standards (y compris hors
automobile)

COMPETITIVITE
FILIERE

et Localisation
Nationale

Target colt en $/A similaire en

SiC avec valeur ajoutée sur la

tenue a haute température et
volume systeme

Réduction de 95%
des pertes /
convertisseur Si

Diamond for
lighter
converters

Réduction jusqu’a
80% du volume du
convertisseur /Si

o Propriété PFA- reproduction interdite

Réduction voir
affranchissement
du systéme de
refroidissement

Filiere nouvel acteur
indus (DiamFab) et

académique en
B ¢

Electronique de puissance
embarqués mais aussi en

conditions extrémes
France



mailto:gauthier.chicot@diamfab.eu

Plateforme de simulation numérique pour I’électromobilité

Description / périmetre technique :

Développer une plateforme de simulation numérique dédiée a I'électromobilité

- Modélisation du Powertrain et de la Synthese thermique

- Analyse des performances dynamiques et énergétiques, de la safety et de la
cybersécurité

Produits / technologies / solutions :

- Ensemble de bibliothéques de modeles et d’utilitaires permettant de développer
rapidement (réduction du ticket d’entrée) un simulateur numérique répondant aux
besoins spécifiques des industriels

Principales difficultés / challenges :

- Modélisation multi-niveaux (du composant au véhicule)

- Modélisation multi-facettes (physique, contréle, électronique de puissance et de
controle, défauts, cyber-attaques)

- Interopérabilité pour s’intégrer dans les processus outillés des industriels et utiliser les
modeles existants

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)
- Passage de TRL5 a TRL7
- Montée en maturité avec l'utilisation industrielle de la plateforme

- =

P ropulsion
Stockage
électrique
Circuit
réfrigérant

Finalité du
véhicule

v' Mobilité
v Confort

Logique de
fonctionnement Sareté de

fonctionnement

Cybersécurité
Véhicule
électrique

intelligent et
communicant

Partenaires rechercheés :

- Constructeur / Equipementier (automobile)
- Laboratoire Electronique de puissance

- Contact : p.fiani@sherpa-eng.com

Demarrage projet : 10/2020
Durée projet : 24 mois
Budget projet : 1 M€

STANDARDISATION :
Favoriser I'’émergence

COMPETITIVITE
FILIERE

et Localisation
Nationale

et l'utilisation de
standards (y compris

COMPACITE : RENDEMENT : coUT : Amélioration REFROIDISSEMENT :
Thémes Réduction de 40% (a Amélioration de x% de 20% (Attention: Limiter / se passer de
considérer: le facteur (a discuter avec les niveau systéme a refroidissement
de forme) experts) considérer) liquide
eMoSim Support a la Conception
Electromobility conception/analyse modulaire (-50% Support a la
- de I'autonomie et pour la synthése thermique

hors automobile)

Engineering de la M&S
- en France -

Simulation Platform

de la consommation  modélisation)

Propriété PFA- reproduction interdite

e
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Solution d’Interconnexion pour I'électronique de puissance o
P 9 P wwmener|] IINVENTEC
Description / périmetre technique : S e PERFORMANCE CHEMICALS

- Développement d’'une solution RoHS d’interconnexion de puces et composants pour I'électronique de

puissance.
- Développement d’'une solution de protection a I'environnement (humidité, température, vibration) Partenaires recherchés :
compatible avec la solution d’interconnexion.
- Procédé éventuel de nettoyage inter opérations compatible avec les solutions précédentes. - Fabricant composants (ST Microélectronique)
_ _ _ - Constructeur / Equipementier (Valeo, Vitesco,
Produits / technologies / solutions : Renault)

- Semiconducteurs Wide Band Gap SiC et GaN
- Power Module
- Onduleurs, Chargeurs et DC-DC

- Laboratoires Métallurgie, Mesure de tests /Fiabilité
électronique

- Fabricants de substrats

Principales difficultés / challenges : - Fabricants d’equipement d'assemblage

- ROHS, Recyclabilité, Colt , Disponibilité

- Compacité, Miniaturisation
- Fiabilité: thermique, vibration, dissipation

Contact : amlaugt@inventec.dehon.com

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)

- Faisabilité concept produits d’interconnexion (écoconception, métallurgie, poudre, chimie, rhéologie, Dém’arrag.e projet : 0_9/2020
fiabilité) TRL 4 Duree projet : 36 mois
- Prototype embarqué dans véhicule & connecté au réseau / TRL 6 Budget projet : TBD en fonction du périmetre

- Concept de production/ TRL 7

STANDARDISATION :

REFROIDISSEMENT : Favoriser I’émergence
Limiter / se passer de et l'utilisation de

refroidissement liquide standards (y compris
hors automobile)

COMPETITIVITE
FILIERE

et Localisation
Nationale

COMPACITE : RENDEMENT : coUT : Amélioration de
Réduction de 40% (a Amélioration de x% (a 20% (Attention:

considérer: le facteur discuter avec les niveau systéme a
de forme) experts) considérer)

d’inter;c:ﬁg)?irc‘)n our Au moins équivalent EEING EEEEeT tof':::?:srilseﬂgac;?gns RADTRY VI LT g el
Py - P Miniaturisation des quiva Plus compétitif que les thermique de la PP France réutilisable dans d’autres
I’électronique de . . aux technologies - . . power module et . o )
. interconnections z solutions existantes solution p ) Production en France applications y compris
puissance RoHS, plombées e . électronique de , . - -
z d’interconnexion . pour I'Europe Aéronautique et Energie
ecocongue puissance
23

amlaugt@inventec.dehon.com Propriété PFA- reproduction interdite ' ‘tial C


mailto:amlaugt@inventec.dehon.com

SICRET (projet fédérateur transversal bottom-up)

SiC Reliability Evaluation for Transport

Description / périmétre technique :

- Supporter la transition vers le SiC sans compromettre la fiabilité globale en elargissant
le projet SICRET qui vient de démarrer .

- Maitrise de la fiabilité des composants SiC pour habiliter/booster la filiere du véhicule
hybride/électrique.

Produits / technologies / solutions :

- Etablir les bonnes pratiques (regles de conception, marges et loi de dégradation en
fonction des utilisations) pour adapter le SiC aux standards de fiabilité auto et autres
(incluant solution EMC, haute tension, thermique, humidité, immunité radiations nat. ...)
-> eviter « overdesign » permettre le design-to-cost

- Support a la standardisation: du composant vers le module (intégration dans circuits
imprimés / module SIP).

Principales difficultés / challenges :

- Maturité technologique

- Manques de compréhension des mécanismes de défaillances et des impacts sur
I'utilisation des composants et sur les modelés de dégradations en fonctions des
stresseurs liés aux applications.

- Absence des tests standard (type et enchainement) et de modeles de vieillissement

COMPACITE : RENDEMENT : coO0T : Amélioration REFROIDISSEMENT :
Réduction de x% Amélioration de x% de x% (Attention: Limiter / se passer de

UL (a considérer: le (a discuter avec les niveau systéme a refroidissement

facteur de forme) experts) considérer) liquide

FRENCH
INSTITUTES OF
TECHNOLOGY

SICRET

Silicon Carbide Reliability Evaluation for Transport

Partenaires recherchés :
- Federer au tour du besoin de fiabilisation du SiC
pour la filiere auto HV/EV :

I’offre (scientifique) des principaux acteurs
de la fiabilité WBG (Académique, Laboratoire
public/prive)

- le savoir savoir-faire technique des
principaux centre de test et qualification

- les connaissances technologiques des
constructeurs (semi-conducteur) et
intégrateur (module puissance)

- _Contact : fabio.coccetti@irt-saintexupery.com

Démarrage projet : 09/2020

Duree projet : 24-36 mois

Budget projet : ~ 4 M€ incluant moyens de test et
gualification

STANDARDISATION :
Favoriser I'émergence COMI:,IE;E;I:ITE
et l'utilisation de

standards (y compris e

N EVGLE]E

Fiabilité Bottom up (du Izslsi;gbrim“ior Propre a l'utilisation  Design for reliability
semi-conducteur au Oty de la technologie Eviter
module) ST SiC « Overdesign »
« Overdesign »
T ——

hors automobile)

Etablissement des Fiabilité: sujet
standards de test et transversal
qualification AUTO/AERO

4 GgmmEs) U
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GaNRET (projet fédérateur transversal bottom-up)

GaN Reliability Evaluation for Transport

Description / périmétre technique :

- Supporter la transition vers les GaN sans compromettre la fiabilité globale

- Maitrise de la fiabilité des composants/modules GaN pour habiliter/booster la filiere du
véhicule hybride/électrique.

FRENCH
INSTITUTES OF
TECHNOLOGY

Partenaires recherchés :
- Federer au tour du besoin de fiabilisation du GaN

Produits / technologies / solutions : pour la filiere auto HV/EV -

- Etablir les bonnes practices (regles de conception, marges et le loi de dégradation)
pour adapter le GaN aux standards de fiabilité auto (incluant solution EMC, haute
tension, thermique, humidité...) - eviter « overdesign » permettre le design-to-cost

- Support a la standardisation: du composant vers le module (intégration dans circuits
imprimés / module SIP).

I’offre (scientifique) des principaux acteurs
de la fiabilité WBG (Académique, Laboratoire
public/prive)

- le savoir savoir-faire technique des
principaux centre de test et qualification

- les connaissances technologiques des
constructeurs (semi-conducteur) et
intégrateur (module puissance)

- _Contact: leyla.arioua@vedecom.fr

Principales difficultés / challenges :

- Maturité technologique

- Manques dans la compréhension des mécanismes de défaillances et dans la maitrise
de modelés de dégradations associés

- Absence des tests standard (type et enchainement) de qualification Démarrage projet : 09/2020
Duree projet : 24-36 mois
Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL) Budget projet : ~10 M€ incluant moyens de test et
- Régles de conceptions robustes (Hi-Rel) pour développent des module GaN gualification
- Standardisation des tests de qualification; du composant au module (JEDEC EIC,

AFEC

STANDARDISATION :
Favoriser I'’émergence
et l'utilisation de
standards (y compris
hors automobile)

COMPETITIVITE
FILIERE
et Localisation
N EVGLE]E

COMPACITE : RENDEMENT : coO0T : Amélioration REFROIDISSEMENT :
Réduction de x% Amélioration de x% de x% (Attention: Limiter / se passer de

UL (a considérer: le (a discuter avec les niveau systéme a refroidissement

facteur de forme) experts) considérer) liquide

Design for Fiabilité: sujet

Fiabilité Bottom up (du Lo Propre a l'utilisation  Design for reliability Etablissement des
semi-conducteur au reliability de la technologie Eviter standard de test et transversal
module) SVl GaN « Overdesign » qualification SIS ARSI
« Overdesign » Consumer

PIVMIIVAU L DU VUMMV IV T e e - L-.Illcll |2
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Eoprom® IMS packaging MCVE Technologie| | | Il I I

Description / périmetre technique :Nouveau packaging de moyenne puissance Partenaires recherchés -
. : o : o, _ - Constructeur / EqQuipementier (automobile ou

- Développement et industrialisation d’'un nouveau packaging électronique, pour autre ...)

véhicule hybride ou électrique. Partenaires actuels:
- Fabrication a un colt compétitif en France grace a des ruptures technologiques et une Dupont : Fournisseur de matériaux

adaptation de I'outil industriel, avec considération des contraintes de recyclage. thermoplastiques conducteur de chaleur

_ . _ _ _ _ CEA-Tech: expertise en analyse des matériaux et

Prodglts / technologies / solutions : Nouveau packaging de moyenne puissance essais de vieillissement
- Variateur de moteur
- Bloc eclairage a LED Contact : clabro@mcve-tech.com

- Pack batterie

Principales difficultés / challenges : Déterminer les limites de la technologie
- Densité de puissance, gestion de la thermique, EMC, fiabilité, recyclabilité

- Technologies de production, automatisation, contraintes HT Demarrage projet : 09/2020
Durée projet : 12 mois
Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL) Budget projet : 1,2 M€ incluant R&D, CAPEX
- Faisabilité concept produit/ TRL 4 déja acquis prototypage + moyens de test et validation
- Prototype embarqué dans véhicule & connecté au réseau/ TRL 6 - Programme a | *+ 3M€ pour moyens de production
proposer

- Concept de production/ TRL 7 — Nouveau écosysteme a prévoir

COMPACITE : RENDEMENT : COOT : Améliorationde | oo oo | STANDARDISATION COMPETITIVITE
Thémes Réduction de 40% (a Amélioration de x% (a 20% (Attention: T T A e d.e et I’utilisationgde FILIERE
considérer: le facteur discuter avec les niveau systéme a refroidissem:nt liquide standards (y compris et Localisation
de forme) experts) considérer) a hors autozmbilg) Nationale
S Elimine Al comme Technologie additive —
Eoprom®© IM . . % (dissipation . . . N : .
Geen@ IS Gain de 30% poids 0% (e e 30% (BOM) drain thermique New standard Nouveau écosysteme Faible empreinte

packaaina thermiaue)
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Plateforme d’essai HV pour intégration WBG

Description / périmetre technique :
- Accroitre l'efficacité énergétique des électroniques de puissance du véhicule électrique
(systéemes de propulsion, batteries + convertisseurs) par intégration des composants

WBG SiC et GaN tout en optimisant leur contréle a la commutation.
- Améliorer la sureté de fonctionnement des électroniques de puissance, redondance,
topologies multicellulaires, contrdle distribué, détection, diagnostic et maitrise CEM

Produits / technologies / solutions :

- Active Gate Driver en SMARTMOS10 pour SiC 1,7kV pour applications 48V a 800V
- Solutions PMIC et Safety System Basis Chips (SBCs) ASIL C/D

- Battery Management System (BMS) pour pack de cellules Li-ion

Principales difficultés / challenges :
- Isolation et immunité (>100V/ns), gestion CEM, détection rapide de court-circuit
- Intégration, optimisation 3D, caractérisation et réduction des perturbations

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)
- Faisabilité concept produit IC/ TRL 4
- Démonstrateur HV opérationnel sur plateforme d’essai/ TRL 4

coO0T : Amélioration REFROIDISSEMENT
de 20% (Attention:
niveau systéme a

considérer)

RENDEMENT :
Amélioration de x%
(a discuter avec les

experts)

COMPACITE :
Réduction de 40% (a

Themes refroidissement

liquide

considérer: le facteur
de forme)

Limiter / se passer de

SEMA

Systéemes Embarqués pour la Mobilité Autonome
Laboratoire commun LAPLACE - NXP

-

IGBT/SiC g&e driver for high voltage 3-
phase EV motor control

Partenaires recherchés :
- Acteurs du marché automobile (OEM, Tier1...)
pour partages besoins, verrous et attentes.

- Entreprises, PME pour
- Mise en ceuvre plateforme : aménagement
locaux, bancs de caractérisation
- Conception assemblage démonstrateurs :
Onduleur de traction et convertisseur DC/DC
réversible
- pour caractérisation CEM (champs rayonnés)
- Contact : cousineau@laplace.univ-tlse.fr

Demarrage projet : 01/2021

Durée projet : 36 mois

Budget projet : 4-6 M€ incluant R&D, CAPEX
prototypage + moyens de test et validation;
moyens de production non considérés

STANDARDISATION :
Favoriser I'émergence
et l'utilisation de
standards (y compris
hors automobile)

COMPETITIVITE
FILIERE

et Localisation
Nationale

Plateforme d’essai
HV pour intégration
WBG

Utilisation de WBG,
découpage HF

Réduction volume,
poids

Objectif 1% par an
sur 4 ans

Contact : marc.cousineau@Iaplace.univ-tlse.fr Propriété PFA- reproduction interdite

Refroidissement par
convection naturelle

Définition, conception
et caractérisation en

France
' ‘ﬁﬂa' c

Produits ASIL C/D


mailto:cousineau@laplace.univ-tlse.fr

Topologies multi-niveaux, intégration SiC & GaN,
sureté de fonctionnement des convertisseurs

Description / périmetre technique :

- Recherche sur les convertisseurs statiques (chargeurs embarqués ou forte puissance, onduleurs)
pour amélioration des performances (rendement, densité puissance, robustesse)

Produits / technologies / solutions :

- Topologies multi-niveaux (nouvelles architectures, commande numérique, optimisation globale)
pour 'amélioration des compromis rendement-densité de puissance

- Bras d'onduleur "back-up" a connexion automatique pour onduleur triphasé a tolérance
de panne

- Optimisation de la brique élémentaire (cellule de commutation 48V-800V) a base de
composants grands gaps (SiC, GaN), incluant la commande rapprochée en technologie
CMOS (ASIC)

Principales difficultés / challenges :

- Intégration et optimisation de topologies multi-niveaux et multi-cellulaires

- Vitesses de commutation: gestion optimale de la commutation, isolations des
commandes rapprochées (signal + puissance, technologies d’intégration)

- Détection et Protection des court-circuit, tolérance de panne

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)

- Faisabilité & preuves de concept expérimentales/ TRL 1 a 4

- Montée en TRL sur des prototypes et concepts existants

Team Static Converters
ca Power Electronics

A for an Efficient & Innovative
Energy Conversion

Partenaires recherches :

- Constructeurs / Equipementiers (automobile ou
autre ...)

- Fabricants de semiconducteurs (puissance,
GaN, SiC, Si CMOS)

- Technologies d’integration (PCB, substrats de
puissance, assemblage)

- Contact: Nicolas.rouger@Iaplace.univ-tlse.fr

Démarrage projet : 01/2021

Durée projet : 24 a 36 mois (selon type financement)
Budget projet : Tbd incluant R&D, prototypage +
moyens de test et validation

RENDEMENT : - STANDARDISATION :
. COMPACITE : Réduction de 40% (3 | Amélioration de x% | SOUT : Amelioration de L T = Favoriser I'emergence et | o, ypETITIVITE FILIERE
ULEITIES considérer: le facteur de forme) (a discuter avec les e ‘(Attgntlon. i Limiter'/'se passerde OB ¢ 6 SEie e D et Localisation Nationale
. systéme a considérer) refroidissement liquide (y compris hors
experts) :
automobile)
Convertisseurs : Réduction du filtrage grace aux S . .
o . D2 1 a 3% selon . i . . . Partenariats existants et
Multi-niveaux / topologies multi-niveaux et 20 . Briques optimisees, Convection naturelle, Notions de briques / .
, - - amélioration R - 2 . passés avec filiere FR
Integration / cellulaires iy intégration etalement des pertes Cellules de conversion . -
A n g compacite (auto, aéro, ferroviaire)
Sdreté Montée en freq avec WBG

Propriété PFA- reproduction interdite
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Gamme Fuel-Cell converter de 40 a 360kW

M‘/._’- UL 0 Converter
Contact : christophe.vacquier@symbio.one — " i SsyYyYMBIO
Descrlptlon / pérlmétre teChnlque :'::\":::‘.‘Z A FAURECIA MICHELIN HYDROGEN COMPANY
- Développer et industrialiser une gamme « Power Converter » isolée pour véhicules Fuel Cell. Fucl Cllotem DCDC converter system

- Exploiter la conversion d’énergie pour diagnostiquer la pile & combustible H2 (PaH,).

- Réduire le poids et le volume tout en maximisant le rendement énergétique.

- Fabriquer a un co(t compétitif en France grace a un produit a valeur ajoutée et a des investissements dans les
outils industriels.

- Travailler 'analyse du cycle de vie, le reconditionnement et le recyclage.

Produits / technologies / solutions :

- Semiconducteurs : SIC ET GaN / Réseaux de neurone convolutif (CNN)

- Nouvelles topologies d’élévateurs de tension multi phasique monodirectionnel

- Stratégie innovante (CNN) de pilotage en courant multiphasique, en vue d’optimiser le rendement
- Stratégie innovante (CNN) de diagnostic de la pile & combustible

Principales difficultés / challenges :

- 40kW<Puissance<120kW, Courant In<550A, 80V<« Tension In »<600V, 400<« Tension Out »<800V,
- Intégration, densité de puissance, ISO26262, gestion de la thermique, CEM, recyclabilité

- Technologies de production, automatisation, sécurité HT

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)

- MO8 : Spéc / Preuve de concept (suivant choix « use case » / OEM de 40 a 360kW) / TRL 3
- M12 : Validation sur banc du composant validant la faisabilité technique / TRL 4

- M17 : Validation sur banc HIL en environnements / TRL 5

- M18 : Prototype embarqué dans véhicule / TRL 5/6

- M27 : Qualification environnemental « Produit / Process » du produit/ TRL 7

- M36 : Produit définitif embarqué sur flotte de véhicule et field test/ TRL 8

coO0T : Amélioration
de 20% (Attention:
niveau systéme a
considérer)

COMPACITE :
Réduction de 40% (a
considérer: le facteur

de forme)

RENDEMENT :
Amélioration de x%
(a discuter avec les

experts)

REFROIDISSEMENT :
Limiter / se passer de
refroidissement
liquide

Thémes

Partenaires recherchés :
- Fabriquant Composants

- Support application et fourniture WBG
- PME, ETI et laboratoire

- Bureaux d’études électroniques
Modélisation et simulation thermique
Modélisation et simulation CEM
Composants passifs
Connectique fort courant & Mécatronique
- Manufacturier électronique
- Constructeurs (VL, PL, ...)

Démarrage projet : 09/2020

Durée projet : 36 mois

Budget projet : 17 M€ incluant R&D, CAPEX
prototypage + moyens de test et validation

+ 3.5M€ pour moyens de production

Fuel Cell
120V / 400V

- ::> HV Traction
|:> 400V / 800V

STANDARDISATION :
Favoriser I’émergence
et l'utilisation de
standards (y compris

COMPETITIVITE
FILIERE

et Localisation
Nationale

43% via transition
vers GaN/SiC WBG
Downsizing
éléments passifs

Augmentation des
volumes GaN & SiC circuit que la
Conception

- Fuel Cell
modulaire
Flopriele FrA- reprouucuunt ieruie

Deala5%en
fonction des points
de fonctionnement

Tire descriptif du Utiliser le méme

Projet

hors automobile)

Ouverture de
|'architecture module
40kW du VL jusqu’au PL
avec connectique
standardisée 550A

Présence de ST,
Renault, PSA, SYMBIO,
Projet Hydrogen Valley :

Hympulsion

amy  commenalC

Composants jusqu’au
produit fabriqué en
France
French Fab


mailto:christophe.vacquier@symbio.one

Cabinet 1 (Front view) Cabinet 2 (Front view)

Power Digital Twin g - T o
_EE
. R S [ = -
Description / périmetre technique : N . - ”
- Simulation Model In the Loop (MIL) o tomens
- Prototypage rapide des lois de commande (RCP) | _ -
- Testde puissance « Hardware in the Loop » (PHIL) el | | Partenaires recherches :
- Augmenter la couverture et I'efficacité des tests - Constructeurs / .
- Accompagner le produit en exploitation (Jumeau Numérique) |SS—y = | RS Equementl_ers (Vehicules
: : : _ tout type ou infrastructures...)
Proplwts{technologrles/solutlons : . Laboratoires de recherche
- S|mulla_1t|or_1 temps reel dans des FPGA en HIL e T (Modéles, nouvelles
- Modélisation de la puissance dans son environnement P— e architectures & modéliser)
Principales difficultés / challenges : [ \

- Vitesse de calcul pour un fonctionnement en temps réel ﬂl fﬂ ;
- Représentativité des modéles (20 ans de REX chez nous) K\V y. e
- Capacité d’acquisition w T
- Intégration des sources et charges de puissance

Déemarrage projet : 09/2020
Durée projet : 24 a 36 mois
Budget projet : 2 M€ incluant
R&D, CAPEX prototypage +
moyens de test et validation

GD-FEEF\ X F laa

Multi-cibles véhicules Multi-domaines

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)
- Faisabilité concept produit/ TRL 4
- Produit qualifié en version PHIL

- Contact : craphael@centumadeneo.com

Power Digital Twin na na

-30% sur les colts
d’étude, de
validation et MCO

na

Propriété PFA- reproduction interdite

Diffusion multi
sectorielle : Auto,
PL/Bus, Aéro,
spatial, ferro

150 ingénieurs en Fr
(Moyen d’essai,
puissance,
modélisation, FPGA)

Réseau de la R&D
partenariale : SRC,
CARA, MOVEDO,
CARNOT

‘ltial C
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Inductor PCB
(4.5mm)

(SPECI-PCB) Seamless Power Electronic Converters Integration
using Printed Circuit Board technology

Gate Driver
PCB (4.5mm)

Description / périmétre technique :

- « Design Toolkit » pour la conception par ordinateur de convertisseurs de puissance

- Définition d’'une base technologique permettant de standardiser la technologie
d’enfouissement PCB

> Permettre le « Circuit intégré d’électronique de puissance » Heat Sink (630um)
Produits / technologies / solutions :
- Bibliothéque et « design flow » systématique pour la CAO permettant un transfert Contact : cyril.buttay@insa-lyon.fr
direct en fabrication
- Définition d’une filiére technologique (au sens microélectronique) permettant la Partenaires recherchés :
qualification technologique plutét que produit, offrant souplesse et passage a I'échelle - Constructeur / Equipementier
- Fabricant de circuits imprimeés
Principales difficultés / challenges : - Fabricant de composants de puissance
- Génération automatique de modeles compacts précis
- Identification des limites de la technologie (puissance, taille, fiabilité, rendement de Demarrage projet : 09/2020
production) Durée projet : 60 mois
Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL) Budget projet : 2.5 M€ incluant 1.2 M€ personnel,
- Preuves de concept: convertisseurs entiérement concus par CAO puis fabriqués 300 k€ equipement, 400 k€ sous-traitance,
- Mise a disposition du « design flow » et de la bibliothéque de conception 300 k€ consommables/missions, 300 k€ overheads
8 . P A . 8 STANDARDISATION :
| neaoueactes | apeoEMENT: | COUn;Amélorstion | REFROIDISSEMENT. | Fovoriser amergence | COMEETETIVITE
con5|ddeer$;:r rI:ef)acteur (€] dls::'t):: tas\;ec les nlv(e:::s?gzr::;e a refrollizljisdeement standards (y ¢ or_npris et Iligiia;:aaltelon
hors automobile)
SPECLPCB  eeuxde | Mellewemaitrise  Technologiede (SIS o R on  developpamentPCB, Mk, aimpler
packaging hte conduct.) generique réactivité qualification.
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Agenda du webinar PFA i 4 o

»Conclusion / Prochaines étapes

Propriété PFA- reproduction interdite
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Apres cette semaine de lancement ...

» Evaluation des projets bottom-up par le Groupe d’experts des deux filieres : 09/2020

> Labélisation des meilleurs projets par les p6les de compétitivité et recherche

des meilleurs financements : 10/2020
» Structuration du pré-compétitif avec I’écosystéme des laboratoires Francais:  09/2020
» Construction avec la DGE du plan de soutien (France puis Europe) : >07/2020

Et apres cette phase de lancement une longue course de
relais pour une industrie Francaise a la pointe des 2025!

Propriété PFA- reproduction interdite



Les poles sont a votre service pour valoriser vos projets

Contacts dans les poles de compétitivité pour vous accompagner dans vos projets

wu Thomas CREMOUX : thomas.cremoux@cara.eu

quAR Sebastien PERSONNIC : sebastien.personnic@id4car.org

)
‘ , ,Ov eo Geoffroy MARTIN : geoffroy.martin@pole-moveo.org
Imagine mobility

Solutions pour véhicules & mobilités du futur

%Pﬁle Vehicule du Futur Bruno JAMET : bj@vehiculedufutur.com

Propriété PFA- reproduction interdite
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L’electronique de puissance




Titre descriptif du Projet

Description / périmetre technique :

- Développement et industrialisation d’'un xxxxxxxxxxxx, pour vehicule hybride ou
électrique.

- Fabrication a un colt compétitif en France grace a des ruptures technologiques et une
adaptation de I'outil industriel, avec considération des contraintes de recyclage

Principales difficultés / challenges : ‘

- Densité de puissance, gestion de la thermique, EMC, fiabilité, recyclabilité
- Technologies de production, automatisation, contraintes HT

Produits / technologies / solutions :
- XXXXXXXX (exemple: onduleur, semi-conducteurs WBG ..
- XXXXXXXXXXX

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)

- Faisabilité concept produit/ TRL 4

- Prototype embarqué dans véhicule & connecté au réseau / TRL 6
- Concept de production/ TRL 7

- ... (ex. Produit / Process)

COMPACITE :
Réduction de 40% (a
considérer: le facteur

de forme)

coUT : Amélioration
de 20% (Attention:
niveau systéme a
considérer)

RENDEMENT :
Amélioration de x%
(a discuter avec les

experts)

Thémes refroidissement

liquide

Contribution
quantifiée (si
possible)

Contribution
quantifiée (si
possible)

Contribution
quantifiée (si
possible)

Tire descriptif du
Projet

% Propriété PFA- reproduction interdite

[llustration

Partenaires recherches :

- Constructeur / Equipementier (automobile ou
autre ...)

- Laboratoire Mécatronique et gestion thermique

- Fournisseur énergie / bornes charge

Demarrage projet : XX/2020
Duree projet : XX mois
Budget projet : XX M€ incluant R&D, CAPEX
prototypage + moyens de test et validation

+ XXM€ pour moyens de production

REFROIDISSEMENT :
Limiter / se passer de

STANDARDISATION :
Favoriser I’émergence
et l'utilisation de
standards (y compris
hors automobile)

COMPETITIVITE
FILIERE
et Localisation
Nationale




